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2023年《电子与封装》杂志全年12期。每期定价25元。（寄刊选择平邮包邮费，选择挂号另加36元挂号费，选择顺丰快递另加120元快递费。）
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请将本表电子版发至E-mail：ep2_cetc58@163.com
请将订阅款通过银行汇款至本单位帐户：
户名：中国电子科技集团公司第五十八研究所
账号：3200 1618 6360 5118 5307
开户：中国建设银行无锡分行营业部
如有任何问题请与我们联系，联系电话：（0510）8586 0386（俞璐编辑）
地址：江苏省无锡市建筑西路777号B3栋，邮编214072。

《电子与封装》杂志简介

《电子与封装》是中国电子学会电子制造与封装技术分会会刊和中国半导体行业协会封装分会会刊。它是由中国电子科技集团公司主管、中国电子科技集团公司第五十八研究所主办的专业技术性主流刊物。

《电子与封装》以发展我国微电子产业为己任，是国内目前唯一一本以封装技术为核心的微电子学术期刊，同时全面介绍微电子行业的研发设计、制造、封装、测试和产品应用技术。《电子与封装》全年12期，每月20日在全国公开发行。
